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一、报告报价

《2020-2026年中国半导体设备产业发展现状与前景趋势研究报告》信息及时，资料详实，指

导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信

息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略

发展定位不可或缺的重要决策依据。
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二、说明、目录、图表目录

        晶圆制造核心设备为光刻机、刻蚀机、 PVD和CVD，四者总和占晶圆制造设备支出

的75%；

       光刻机被荷兰阿斯麦和日本的尼康及佳能垄断，TOP3 市占率高达92.8%； 刻蚀机被美国

的拉姆研究、应用材料及日本的东京电子垄断，TOP3 市占率高达90.5%； PVD被美国的应用

材料、 Evatec、 Ulvac垄断，TOP3 市占率高达96.2%；CVD被美国的应用材料、东京电子、拉

姆研究垄断，TOP3 市占率高达70%； PVD被美国的应用材料、 Evatec、 Ulvac垄断，TOP3 市

占率高达96.2%；氧化/扩散设备主要被日本的日立、东电和ASM垄断， TOP3 市占率高

达94.8%。半导体制造核心设备市场Top 3市占率情况

       晶圆制造设备在整个半导体制造设备中占比最大，投资占比达80%；晶圆制造设备种，光

刻机占比最高（30%），其次是刻蚀设备（20%），PVD（15%），CVD（10%），量测设备

（10%），离子注入设备（5%）等。半导体设备投资占比拆分

       智研数据研究中心发布的《2020-2026年中国半导体设备产业发展现状与前景趋势研究报告

》共五章。首先介绍了中国半导体设备行业市场发展环境、半导体设备整体运行态势等，接

着分析了中国半导体设备行业市场运行的现状，然后介绍了半导体设备市场竞争格局。随后

，报告对半导体设备做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国半导体设备行业发展趋势

与投资预测。您若想对半导体设备产业有个系统的了解或者想投资中国半导体设备行业，本

报告是您不可或缺的重要工具。

       本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。
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